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证券代码：688220                                证券简称：翱捷科技 

翱捷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                                 编号：2026-1111 

投资者关系活

动类别 

 

√特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观 □电话会议 

□其他  

参与单位名称 

（排名不分先后） 

易方达、鹏华基金、中欧基金、兴全基金、富国基金、

长江养老、景顺基金、广发基金、华泰资产、华泰保险、

永赢基金、华夏基金、圆信永丰、金元顺安、人保基金、

风和资本、博裕资本、浩成资管、摩根基金、华宝基金、

招商基金、东吴基金、涌乐投资、勤辰资产、太平基金、

财通基金、德邦基金、聚鸣投资、泰康资产、中泰电子、

华泰电子、国海电子、国信证券、中信证券、兴业证券 

时间 2026 年 11 月 2 日至 11 月 11 日 

上市公司接待

人员姓名 

董事长、首席战略官               戴保家 

董事、董事会秘书、副总经理       韩旻 

董事、副总经理                   赵锡凯 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

 

问：公司 2026 年前三季度的整体经营情况如何？收入

结构和盈利能力较上年同期有哪些变化？ 

答：2026 年前三季度，公司继续围绕“自研芯片产品+

芯片设计服务”双轮驱动战略推进经营业务。前三季度营业

收入同比增长 32.43%。其中自有品牌产品作为核心基本盘，

布局持续完善、下游终端应用日趋丰富，销售收入较上年同

期增长约 23%；ASIC 定制业务持续深化与核心客户合作，

订单承接能力增强，项目陆续交付，收入同比增长约 214%。

受益于收入规模扩大、产品及业务结构优化、销售价格及产
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业链价格调整，前三季度综合毛利率 30.80%；叠加研发及其

他费用优化、对外投资公允价值变动收益增加等因素，公司

年初至报告期末实现利润总额 3.61 亿元，归母净利润 3.58 亿

元，扣除非经常性损益后的净利润 8,494 万元，各项利润指

标均较上年同期扭亏为盈。详细经营数据请参见公司已披露

的 2026 年第三季度报告。 

 

问：公司研发费用长期趋势如何？随着后续产品开发和

ASIC 定制业务规模持续扩大，是否会导致研发费用同步增

长？ 

答：从长期看，公司将持续保持研发投入，保障自有产

品迭代、前沿技术和底层平台能力储备。按照现阶段业务规

划，未来几年的研发费用年平均增幅比例不大，预估在 15%

以内。主要原因是公司前期平台型芯片的主体开发工作已落

地，尤其是初代及二代平台型产品的大规模开发周期已基本

完成；后续以迭代优化为主，研发投入节奏相对平稳可控。 

ASIC 定制业务包含 NRE 定制开发、量产供货两个阶段。

NRE 开发环节相关人员投入按会计政策归集为合同履约成

本，项目验收后结转至营业成本，不计入研发费用；量产阶

段以供应链及交付运营为主，新增研发投入较少。公司研发

投入仅围绕支撑 ASIC 业务的共性底层技术、可复用 IP、前

瞻性研发展开，ASIC 业务规模增长，不存在必然同步推高研

发费用的情形，但不排除公司基于战略需要主动加大相关技

术研发投入的可能。 

 

问：注意到公司 ASIC 定制业务在手订单第三季度增量

主要是量产业务，这是新客户的纯量产业务还是交付的 NRE

订单的后续量产？是否还在持续新签 ASIC 订单？ 

答：公司第三季度新增在手订单，既包含新签署的 ASIC
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项目 NRE 订单，也包含前期已经完成 NRE 交付验收项目对

应的后续量产订单，其中增量以已交付 NRE 订单的后续量

产订单为主，属于老客户项目落地后的量产跟进，并非新客

户的纯量产业务。目前公司仍在持续洽谈并签署新的 ASIC

项目订单。在项目筛选层面，公司优先遴选行业头部或具备

成长潜力的优质客户，聚焦应用前景良好、工艺先进、商业

化落地能力较强的项目。 

 

问：ASIC 端侧 AI 新增订单是哪些类型客户？是否具备

量产前景？ 

答：现阶段公司端侧 AI 相关在手订单中，应用领域包括

端侧 AI 算力终端、具身智能、机器人大脑、机器人小脑及可

穿戴等。公司看好端侧 AI 长期发展机遇，在项目筛选环节综

合评估商业化落地条件，优先承接量产可能性较高的项目订

单。相关产品能否实现量产、其上量的节奏如何，受客户自

身业务规划、下游市场需求、商业推广等多重因素影响，存

在不确定性，请投资者注意风险。 

 

问：公司第三季度毛利率增长是 ASIC 业务带来的吗？

后期是否能维持或继续提升？ 

答：目前 ASIC 业务整体毛利率确实高于自有品牌产品，

但因其第三季度收入占比不高，并非拉动公司整体毛利率提

升的主要因素。本期毛利率增长，主要来源于自有产品结构

优化、叠加销售价格提升及产业链价格调整等因素。短期毛

利率受供需、原材料等因素影响可能会有波动；长期来看，

如果对目前低毛利的产品迭代顺利、高毛利产品销售占比持

续提升，毛利率存在进一步改善空间。 

 

问：公司 5G eMBB 业务的进展及明年展望如何？ 
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答：截至第三季度末，公司基于 1901 平台的 5G eMBB

芯片累计出货量已超过 200 万颗，该产品已实现规模量产出

货，充分验证了产品性能，标志着公司 5G eMBB 产品已具

备较强市场竞争力。 

从目前情况看，印尼客户受自身装机进度影响，提货规

模阶段性回落。公司同步推进多个项目，若下游客户装机及

项目推进顺利，明年 5G eMBB 出货量存在继续增长的空间。 

 

问：公司 4G 智能 SoC 市场推进情况怎么样？手机端什

么时候放量？ 

答：第一代 4G 八核智能 SoC 商业化拓展取得积极进展，

手机端已实现多家白牌客户导入，同时在非手机终端持续拓

展。综合现有项目进展情况，预计明年全年出货将突破千万

颗，为公司贡献收入增量。但客户量产节奏、终端市场需求

存在波动，放量进度仍存在不确定性，请投资者注意风险。 

 

问：下一代 5G 研发进展情况如何？ 

答：第二代 5G 智能 SoC 预计本年度进行流片。第三代

5G 智能 SoC 正处于研发过程中。具体情况请以公司后续公

开披露信息为准。 

 

问：公司 H 股发行的进度如何？ 

答：公司 H 股发行上市相关筹备工作有序开展，本次发

行尚需完成中国证监会境外发行备案以及香港联交所审核

等流程，审核周期、发行窗口受多重因素影响，存在不确定

性。公司将严格履行信息披露义务，相关进展请以公司正式

公告为准。 

备注：需特别说明的是，本次交流活动问答回复中，所有关于未来业务发展

的预期，因预测周期距当前时点尚有一定时间跨度，政策环境、市场情况、项目
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进度等客观因素可能存在动态变化，具体数据以当年审计数字为准；另外，当前

盈利水平受下游需求、行业周期、供应链价格波动等因素影响，后续存在波动风

险，请投资者注意投资风险。 

附件清单 

（如有） 
无 

 


